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EXTRACTC DE LA DESCRIPCION

Se describe un método para embalar un articulo

entre por lo menos dos elementos de embalaje, por ejemplo
pelicula de pldastico en forma de hoja, incluyendé dicho mét-
do las fases que consisten en empujar un elemento de este
tipo alrededor del articulo y en posicidn muy préxima al
otro elemento, después de lo cual se sueldan parcialmente y
a continuazcién totalmente, unas partes opuestas de estos elg

mentos las unas con las otras.
En particular, se proporciona un método para

formar w embalaje en forma de pelicula en el cual se ha

hecho el vacio, que iﬁcluye les fases gue consisten en:
gitvar wn articulo que ha de ser embalado en~

tre wna hoja superior y wna hoja inferior de pelicula de

pldstico, descansando la parte inferior del articulo sobre

la hoja inferior;
empujar por medio de un dispositivo de posicio

nemiento de hoja, la hoja superior en wna primers posicién

- de formacidn de embzlaje en la cuwal dicha hoja superior estd -

en contacto con la parte superior del articulo, muy cerca

de las partes laterales del articulo, y estd separada de la

hoja inferior pero en wna posicidn muy adyacente a ella;
extraer el aire sitvado entre las hojas supe-

rior e inferior mientras la hoja supsrior estd on le primera

posicidén de formacidbn de embalaje;
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degplazar, por medio del dispositivo de posi-

cicomanpiento de hoja, las hojas superior e inferior la wma
réspecto a la otra, hasta una segunda posicidn de formacibn
de embalaje en la cual wmas partes separadas de la hoja su-
perior estdn en contacto de soldadurz con partes cpuestas
de lz hoja inferior, dejando todavia otras partes opuestas

separadas de la hoje superior y de la hoja inferior no sol-

dadas; ¥
empujar, por medio de una presiln de aire ejer

clde gobre la guperficie externa de la hoja superior, la ho-
Ja superior hasta una terceras posicién de formzcidén de emba-
1ajé'en la cual dichas otras partes opuestas seperadas de ks
hojas superior e inferior estén en contacto dé gsoldadura ¥y
otras partes de la hoja superior estdn en contecto a menera
de plel con las partes superior y laterales del articulo

formendo as{ un embalaje herméticamente cerrsdo bajo vacio

en forma de piel.
ANTECEDENTES DEL INVENTO

(1) Ambito del Invento
El iavento es wn método de preparacién de embg

laje y mds particularmente se refiere a wn nuevo método para
embalar en we pelicula fina & manera de piel, un articulo o
wna pluralided de articulos en wna peliculs de pldstico,

Més particularmenie, el invento se refiere a
wn método para embalar un articulo que presenta un perfil
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alto, tal como wn trozo de carne, en una pelicula de pldsti-

co para formar un embalaje fino que incluye las fases que

—

congisten en empujar o desplazar, en tres feses distintas,

—

_una hoja de pldstico superior alrededor y en contacto, & ma
5 ners de piel, con el articulo enbalado y a continuacién aco
pldndola parcialmente, y después totalmente, para soldarla

con una hoja de pldstico inferior que soporta el articulo,

por medio de wn dispositivo de posicicnamiento de hojs, deg

T —

pués de lo cual se aplica wna presidn de aire.

— e

(2) Deseriveién de la Técnica Anterior

-y
o

) YTos métodos de embalaje de este tipo general,
son éntiguos. Por ejeﬁplo es conocido gmbalar en una peli-
cula fina uwn articulo empujando wma hoja superior en contac-
to_con_gl articulo y wna hoja inferior ejerciendo presién de

15 air; ébbre la hoja superior por ejemplo, .
Ia Patente de los Estados Unidos n? 2.690.593
& nombre de Abercrombie, que constituye un ejemplo de la tée
nice enterior, describe como se desplaza uwn alojemiento de
calentamiento y wna placa hacia uné base para envolver un
20 art{culo dispuesto en ella en wna hoja de pldstico, después
de lo cual se somete la superficie de la hoja de pldstico a
. wne presiln reducida para que se encoja slrededor del articu
lo.
Ig Patente de los Estados Unidos n? 3,799.589

25 a nombre de Grinstead, describe como se sitla unrproducto
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dentro de un materisl de embzlaje, cuyos bordes se sujetan
para producir una unién estanca a los fluidos, después de

lo cual se aplica a la superficie externa del material una
presifn mds eleveda que la que existe en la superficie in-

terna del material, _
Ia Potente de log Estados Unidos n? 3,290,858

& nombre de Eberman y Socios, describe wma mdquina de forma
cién de embalaje en continuo en la cual un dispositivo de
formacién de vaci{o se utiliza para mantener una pelicula
superior fuera del trayecto de un artfculo para definir wm
receptdculo de recepcidn de articulo, despuds de lo cual
se éncoge la pelicula superior alrededor del articulo y en
contacto de soldadura con wna pelicule inferior em una ope~

racién continuva.
” Ia Patente de los Estzdog Unidos n? 3.491.504

a nombre de Young y Socios, indica un método y wn aparatd
para realizar el ambalaje bajo vacio en una peliculé fina,
en log cuzles una pelicula superior ceslenteda se sitia enci-
ma del producto mientras se impide su soldadura prematura

en un elemento de embalaje inferior durante la operacidn de
extraceién de aire entre la pelicula y el elemento de emba-
laje, después de lo cual se empuja la pelicula sobre el pro-
ducto contra el elemento de embalaje para formar un produc-
to0 embalado en una pelfcula fina termosoldeda.

Ia Patente de los Estedos Unidos n? 3.694.991
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a nombre de Perduwe y Socios desérﬁbe un embalaje bajo vacio
en wma pelicula fina as{ como un procedimiento y un aparato
para realizar este embalaje. En esta Patente se forma wma
cavidad en wme hoja flexible y se sitda encima del producto
sin contacto con éste, después de lo cual se hace el vacio

en el espacio formado entre la hoja y un élemento de sopor-

te inferior. A continvacidn la hoja se desplazae con su

forme cdncave situdndola sobre el producto en contacto de
ciorre hermético con el elemento de soporte.

| Otras Patentes interesantes incluyen la Pafenf
te de los Estados Unidos n? 2,918.767 a nombre de Grinstead
y Socios, as{ como la Patente de los Estados Unidos nimero
3.195.288 & nombre de Sloan y Socios. )

j Estas Patentes descriven aparatos y métodos ge

neralmente eficaces para el embalaje de articulos de poca

eltura, Sin embargo, se producen a menudo dificultades pa-

" ra embalar articulos altos utilizando dichos métodos y apa-

ratos porque las soldaduras se rompen debido e las aletas

0 2 los orificios capilares formados en la hoja superior du-
rante la operacién de realizecibn del embalaje. Mediante
wn control cuidadoso del desplazamiento o del posicionamienw
to de la hoja superior encima y alrededor del artfoulo que
se embala y por tanto en contacto parcial y = continuacidn
completo de soldadura con las partes cpuestias de la hoja

inferior, se evite la formacién de estas aletas y de estos -

» BT arrm e«
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orificios capileres y se obtienen mejoras en el embalaje de
articulos de perfil alto (y también articules de perfil ba-
jo cuando se presentan problemas similares) siguiendo las

ensefianzas del invento,
RESUMEN DEL INVENTO

En resumen, un método pera formar un embalaje
en forma de pelicula fina bajo vacio de acuerdo con el in-

vento incluye las fases que consisten en:
gitéar wn articulo que ha de ser embalado entre

una hoja superior y una hoja inferior de pelicula de plésf
tico, descansando la parte inferior del articulo sobre la
hoja inferior;

enpujar la hoja superior hasts wa primera po-
sicién de formacién de embalaje por medio de wn dispositivo
de posiciomemiento de hoja sobre y alrededor del articulo y
hacia dicha hoja inferior, de modo que diches hoja superior .
esté en contacto con la parte superior del articulo y se si-
tia en wne posicién muy préxime e todas les partes latera-
les del articulo quedando a una cierta distancia muy reduci-
de de la hoja inferior; ‘

extraer el aire del espacio entre lz hoja supe-
rior y le hoja inferior mientras Ja hoja superior estd en
la pfimera posicibn de formacidn de embalaje;

desplezar las hojas supsrior e inferior la una

respecto a lz otra hasta une segunda posicién de formacién
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de embalaje por medio del dispositivo de posicionamiento de
hoja, estando les partés opuestas de dicha hoja superior en
contacto de soldadura con was partes de la hoja inferior,
dejando todavia otras partes de la hoja superior y de la ho=-
ja inferior no soldades;

empujar lag otras partes de la hoja superior

hasta uwna tercera posicidn de Fformzcién de embalaje por me-

dio de wna presidn de aire ejercida sobre ls supsrficis ex~
terne de la hoja superior, en la cuel lasg otras partes
opuestas de la hoja superior estdn en contacto de soldadura
con la hoja inferior para completar la soldadura del envase
¥y otras partes de la hoja superior estdn en contacto a mane
ra de piel con las partes superior y laterales del articulo
con el fin de formar un embalaje hermético a manera de piel.

7 El invento constituye en particular wna mejora
a un método de embalaje del tipo descrito en la Patente de
los Estados Unidos n? 3.491.504 a nombre de Young y Soclos,
por ejemplo, )

Se ha comprobado particularmente cuando se em-

balan artfculos de perfilado, utilizendo dicho método, que

existe una tendencia a que se formen aletas u orificios ca-

" pllares durante la operacién de embalaje y que el aire tien-

de a penetrar en el embalaje porgque unas partes de esgtas
aletas o conductos capilares no han sido wnidas hermética-

mente de manera eficaz, Dichas aletas pusden ser la conse-~

*
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cuencin de la alitura del producto o del arifeulo o pueden

resultar de la forma, de la disposicién o del emplazamnen~

to del articulo en el interior de la cémara d2 vacio, 4

titule de ejemplo, ouando se embala wn articule de perfil

élto utilizando ol método de Young y soclom, g5 obliene a
z‘n‘enudo wa configuracidn triangular del tipo de "tienda®
dé 12 hoja superior que se extiende a pariir de lag cuaio
e;quinas de la cdmara dé vaclo hastz el vériico del articu~
1& de parfi} alto, Bsto da lugar desde luego a la forng-
cin de cuatro sletas pronunciadas que se extienden hasia
caéa eéquina de la cﬁmara y a varias aletas mds pequeling o
conductos capilares, y por tanto, no gse mantiere wm cierre
hermético en aigunos cagos debido al paso dgl aive por 1o
conductons agociados con lag sletas. Como resultado de es-
tas fugas, se anula la utilidad de los embalajes bajo va-
cio cuzndo gse presenta este problema,

En el presente invento, se utlliza un disposi-
tivo de posicionamiento de hoja para reducir la posibilidad
de gue ge produzean aletas o conductos capilares durante
la operacidn de formacidn del embalaje. Iste reduce también
mucho el tamafio de laé aletas que ze formen alrsdedor del
producte y hace que el embalaje presente uma hermeticidad

muy superior, Esta solucidn a los problemas en cuestidn

-mejora mucho los métodos del tipo de la Patente de Young y

Socios, y permite la preparacidén de un embalaje bajo vacio -
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en forma de piel, incluso en el caso de envase de articulos
de pafil alto y de forma no corriente, posibilidad que no -

existia hasta ahora en esta téenica y que es facilitada por

el invento.

BREVE DESCRIPCION DY LO5 DIBUJOS

Ia figura 1 es wna vista en seccidn parcial eg
quendtica de un aparato capaz de llevar a la préctica el
método de embalaje segin el invento;

Ie figura 2 es una vista en ssccidn esquemdtica
de une cémara de vaclo (en posicidn sbisria) &l aparato

de la figura 1, que representa wn articulo en uma hoja ine

ferior, con uno hoja superior dispussta encima de la parte

superior del articulo pero no eén la proximidad inmediata
de todss las partes laterales del artionlos A
Ia figura 3 es wna vista en seccién esquemdtice
de la cdmera de vacf{o de laz figura 2 en su posiciln de cie-
e que repregenta la hoja superior empujade alrededor y
en la proximidad inmediata de todas les partes lateraleg
del articulo pero a uma cierta distancia de la heja inferior
Ta Pigura 4 es wna vista en seccidn y en planta
tornda & lo lavrgo de la lines 4-4 de la figura 3 que repre-
genta las soldaduras parciales sepsradas de la hoja supe~
rior con lag partes opuesfas de la hoja ieferior alrededor
del articulo que se embale; y

Ia figura 5 es wna vista en seccibn esquendtica
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de la cémara de vacio de la figura 2 en su posicidn cerrada
despuds de qus las partes no soldadas de la hoja superior

han sido empujadas para que entren en contacio de soldadura
completa con las partes opuesitas de la hoja inferior y des-
pués de que otras partes de la hoja Superior hen sido empu~
Jadas de manera que se acoplen a medo de plel con las par-

tes superior y laterales del articulo con el objeto de for—

mar uwn embalaje bajo vac{o en forma de piel.
DESCRIPCION DEL MODO DE REALIZACION PREFERIDO

En la figura 1, se representa esquemdticamente
un aparato para llevar a la préctica el método de embalaje
del invento, siendo dicho método uns. mejoras_E; otrog ﬁgto-
dos de embtalaje bajo vacio de los tipos conccidos er la tég
nica anterior, tales como los que se describen en lzs Paw
tentés de los Egtados Unidos nimeros 3.451.504 y 3.694.991,
por ejemplo,

En dichos métodos de la técnica anterior para
realizar embalajes bajo vacio, se sitfa wn producto en una
hoja inferior termosoldable dentro de una cdmara de vaclo
¥y se sita una hoja superior termosoldable encima del pro~
ducto, Se bace el vacio en el espacio que rodea el produc-
to entre las hojas superior e inferior y se aplica la hoja
superior sobre el producto poniéndola en contacto con la ho-
ja inferior en posicidn de cierre hermético bajo vacio.

Con estos métodos y con métodos simileres la di-
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ficultad consiste en la formacién de aletas que dan lugar
g escapes en el embalaje, particularmente cuvando se'procede
al embalaje de articulos de perfil alto. EL método del in’
vento aporta una solueidn a este problema.

Haciendo referencia a loz dibujos, el método me~

jorado seglm el invento para formar un embalaje bajo vacie

. en forma de plel incluye las etapas que consisten en:

sitiar wn articulos A gque ha de ser embalado en
tre una hoja superior1yuna hoja inferior 2 de pelicula de
pldstico, descansando la parte inferior del articulo en la
hoja inferior; )

‘ empujar, por medio del dispositivo de posicio=
namiento de hoja 3, la hoja superior 1 hasta.una primera
posicidn de formacién de embalaje en la cusl dicha hoja su-
perior 1 estéd en contacito con la parte superior del articu-
1o A, se sitda en la proximidad inmediata de todas las partes
laterales del afticulo, y queda separado de la hoja inferior
2 por uns distancié reducida;

extraer el aire del espacio formado entre las
hojas superior e inferior 1 y 2 mientras la hoja superior 1
estd en 1z primera posicién de formacién de embalaje;

desplazar, por medio del dispositivo de posicio
namiento de hoja 3, las hojas superior e inferior 1 y 2 1la
wa respecto a la otra y hasta una segunda posicidn de for-

macién de embalaje en la cual las partes separadas de la ho
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Ja superior 1 egtdn en contaoﬁo de geldadura con wes parites
opucatas de la hoja inferior 2 (segin ss represents por 4 en
la Tigura 4) dejando sin embargo otrag paries opuestas ge-
aradas de la hoja superior y de la hoje dnferior no solda-
das; y '

empujer, por modio de wme presidn de alre ejor-
oida sobre la superficle externa de la hoja supsricr 1, la
hoja superior a wna tercera posicidn de formaecién de cmbals
Je en la cual dichas oftras partes opuegtas separadas ds lasg
hojas superior e inferior estdn en contacto de soldadura ¥y
otras-partes de la hoja superior estén en contacto & manera
de pilel con las partes superior y laterales del avticulo A
con el objeto de formar un embalaje hemmético bajo vacfo,
on forma de piel.

Haciendo referencia con més detalles a los dibu
jos, 1a mejora aportada por el método de embalaje sezin ol
invento respecto a log métodos de la téenica anterior con~
glgte esencialmente en:

calentar 1s hoja superior termozoldable 1 a
wna temperatura Ge formacién por calor utilizanie wn calen~
tador 5;

sitdar una secoién de 1a hoja superior 1 encime
del ariiculo A dispussto previamente'en we sedeidn de 1s
hoja inferior {ermogsoldable 2

introducir la seccidn de la hoja %, el articuls
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A ¥y la seccidn de la hoja inferior 2 en una cémara de vacio
63 '
preformar la hoja superior 1 alrededor del arti
culo A Qe_modo que la hoja 1 rodee completamente la porcibdn
superior del articulo y esté en contacto intimo con ells,
rodeando ademds completamente el articulo; ,
A hacer el vacio en el espacio formado entre la

hoja superior 1 y la hoja inferior 2 alrededor del articulo

de modo que el aire siga el trayecto de las flechas repre~

gentadas en la figura 3 alrededor del borde de la hoja in-
ferior 2 hacia la porcidn inferior de la cmara-de—vaclo 6
saliendo por el orificio de escape;

soldar las porciones de la hoja sﬁperior 1 con
las porcitnes correspondientes de la hoja inferior 2 en
zonag separadas 4 alrededor del producto A posicionazdo; ¥y

hacer que 1z hoja superior 1 sea arrastrada por
la presién diferencial del asire hasta que se acople Intima
mente para realizar la soldadura térmica con la hoje infe-
rior 2 alrededor de los limites del artfculo A en las demds
zonas no goldadas que rodean las zonag seperadas que estén
soldadas.

Ia figura 2 representa mds detelladamente la cg
mara de vacio 6 en su posicién abierta inicial. Ia hoja
superior 1 puede situwarse, segin se represedta, gobre el ar-

t{culo 4 o puede estar separada del articulo A al llegar a

D 8%
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la cdmars de vacio 6 en una posicidn sustancialmente parale-
1z a la hoja inferior 2 pero completamente alejada del ar-
ticulo A. En cualquier configuracidn de la hoja superior 1
ésta se encontrard en una posicidn favorable para que ace
the en ella el aro de soldadura 7 soportado por wnos brazos
8 en la cémara de vacio. El aro de soldadura 7 se extiende
debajo de la junta 9 de la cemara de vacio cuando estd en
la posicidn abierta que se representa en la figura 2 y estd
presiongdo por unos nmuslleg 10 y 11. Se hmoe el vacio en
la parte superior de la cdmara de vacio y se somete a una
prqsién utilizando el orificio de escape 12 y la poreidn -
inferior de la cdmara de vacio se vacia y se somete & wmm
presién medisnte la utilizacidn del orificio de escape 13.
Ia plataforma elevadora 14 puede ser accionada en la direc-
cién vertical mediante el desplazemiento de su barra de so-
porte 15, Esta plataforma se utiliza para ayudar a obterer
lasg soldaduras intermitentes entre la hoja superior 1 y la
hoja inferior 2 ejerciendo wna presidn sobre la hoja inferior
2 durante la operacidn de soldadura intermitente. Se utili-
za también para facilitar la extraceifm del embalaje termi 3
do fuers de la cdmera de vacio 6,

Ia figura 3 representa la cémara de vacio 6 en

gu posicidn de cierre de modo que el aire pusda ser evacuzdo

‘del interior del embalaje formado y del interior de la cdma-

ra de vacib 6. Ia hoja inferior 2 se represenia dispuesta
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en la plateforme elevadora 14 mientras gue la hoja 1 se re;
presenta sujeta entre las secciones de la cdmara de vacio 6
y. acoplada herméticamente con la junta 9 de la cdmara de
vacio. Pl aro de soldadura T ha empujedo la hoja 1 alrede-
dor del producto a la primera posicibn de formacidn de eme
balaje.

Ia figure 4 representa detalladamenie un trayec
to periférico de soldadura discontinua alrededor del produc
to0 A preoducido por la aceidn del aro de soldadura 7 presio-
nado por los muglles, asi como el movimiento uwlterior hacia
arriba de la plataforma 14. EL aro de soldadurza 7 y la pla
taforma 14 constituyen piezas esencialesg del dispositivo de
posicionamiento de hoja 3 y empujan y/o desplazen las hojas
superior e inferior 1 y 2 la una respecto a la otra hasta
sug ﬁrimera y segunda posiciones de formacidn de embalaje.
Tal y como se representa en la figura 4, en la segunda po-
sicibn de formecitn de embalaje, se suelda la hoja superior
1, segin se indica en 4, sobre la hoja inferior 2 en unas
partes opuestas separadas de la misma. Esto permite que
cualquier cantidad de aire que haya’permanecido aprisionada
alrededor del articulo A puesda escaparseVpor los pasgillos
tales ccmo 18 y 19 en caso de necesidad, pero, 1o que es mas
importante, esta soldadura pareial dée las hojas ls una con
la ctra impide la formacidn de aletas poco estéticas que se

exticnden desde el articulo envuelto A hasta los bordes del
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embalaje terminado durante la fase finel de formaciln del
embalaje cusndo la presibn diferencisl a través de la hoja
1 en el interior de la cdmars devvacio 6 produce la solda~
dura de la hoja superior 1 con le hoja inferior 2 a modo

de wna piel aplicada intimamente alrededor del articulo A.
Esto permite obtener un embalaje en forma de piel extreme-
damente hermético segin se representa em la figura 5, estan
do todo el contorno del articuleo envuelio intimamente por
1z hoja superior 1 sin que haya sefiales de paries de hoja

gobrantes bajo la forma de aletas alrededor del producto em

—

balado, . ——
Es importante obtener un buen contacto inicial

entre le hoja superior 1 y ls hoje inferior 2 en la segmda
posiqiéu de formacién de embalaje. Este contacto pusde ser.
me jorado mediente la utilizecidn del aro de soldadura 7 pre-
sionado por muelles y de la plataforma 14 segin se ha expli
cado mds arriva. Es importante hacer 6ﬁseryar que estable-

ciendo este contacto,'se reduce en grado muy importente la

posibilidad de que se ocbtenge wma configurscién en "tiendal

¥y de este modo, la cantidad de aire Que queda aprisionada
disminuye con lo cusl se reducen mucho las necesidades de
soldadura final,

Es partioularmente dificil embalar e menera de

piel eficazmente art{culos de pexfil alto en razén de le

grén distancie entre los elementos de embalaje superiar e
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inferior es decir las hojzs 1 ¥ 2 qus da lugar a la formae
cién excesive de wma configuraciln en "tienda" (la presencia
del aire entre las hojas produce un efecto de hinchado) y
aunenta el tiempo necesario para gque le hoja superior 1 al-
cance la hoja inferior 2 durente lz operacidn de fommacién
del erxbalaje. |

En los métodos conocidos de la téenica anterior,

“en razén de laz formacibn de wna configuracidn en "tienda"

e ciérta cantidad de aire perm2nece a menudo en el'embalaf
je e impide que la hoja superior 1 pueda poncrse en contac-
to & menera de piel con el articulo A creando esi wmas arru-
gas indeseables y unos escepes en el embalajéugormado. Ade—
nds, cuando se embalan articulos de perfil alto, es difieil
hacer el vacio eficazmente en el embalaje y las bolsés de

aire que permsnecen perjudican el aspecto del embalaje. Es—
te invento aporta wna soluciln a estos problemas del embalge

je de articulos de perfil alto A situsndo las hojas superior

" e inferior 1 y 2 en tres posiciones de formacidén de embzala-

je distintas, tal y como se ha descrito més arriba.

De manera muy resumida, este invento consiste
en un método para formar wm embalaje bajo vacio en forma de
piel en el cual una pelfculz superior i se sitla encima de
un articulo o producto A dispuesto en wma pelicula inferior
2, solddndose térmicamente dichas veliculas superior e infe-

rior la una con la otra después de aplicar el vecio al pro-
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ducto A, estando dicho método caracterizado por le mejora
gue incluye las fases que condi sten ens
' gituar un dispositivo de soldadure parcial 3
QGstlnauo a empujar la hojo superior, que sutd orisntalo
por un muolle, y que estd contenido dentro de una cdmara
éuperlor de esterqueided con un didmetro inferior e ésta,
ogntra la superiicie supericr de la pelicula superior 7 con
eﬂ objeto de empujar dicha pelicula de modo que se adsptle
{a}imanente alrededor del producto 4 y de waners que suslde
parcialmente wneg porciones opuegtag de la pelicﬁja BUPCw
rior 1 con la pelicula inferior 2, dejendo unas porciones
no goldadas; vy

empujar ld pelfcule superior 1 conirs el preduc
0 A y contra la peliculs inferior 2 pare solder con dote
las porcicnes no soldadas de la pelicula superior y la peli-
cula inferior con el objeto de formar un embalaje en forma -

de piel termosoidable.

\ i smrcmrrarne.
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En resumen, la patente de invencidn que se solicita

debera recaer sobre las siguientes:

RELVINDICACIONES

1.~ Método pare formar un embalaje en forma de
piel bajo vacio caracterizado porque incluye las etapas que
consigten en.

situar un articulo que be de ser embalado entre

wna hoja superior y unaz hoja inferior de pelicula de pldsti

‘co, descansendo la parte inferior del artfculo sobre la ho-

ja inferior;

empujar, por medio de un dispositivo de posicio
namiento de hoja, la hoja superior a la primera posicién de
formacidn de embalaje en la cual dicha hoja superior estd
en contacto con la parte superior del articulo, se sitda
muy cerca de todas las partes laterales del articulo y estd
separada aungue muy cerca de la hoja inferior;

extraer el aire del espacio formado ‘entre las
hojas supsrior e inferior mientras la hoja superior estd en
dicha primera posicién de formacidn de embalaje; '

desplazar, por medio del dispositivo de posicio
namiento de hoja, las hojas superior e inferior la una res-
pecto a la otrs y hasta una segunda posicién de formacibn de

embalaje en la cual upas porciones separadas de la hoja su-
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perior estén en contacto de soldadura con unas partes opues=-
tas de la hoja inferior, dejando sin embargo no soldadas
otras partes opuestas separadas de las hojas superior e in-
ferior; ¥y .

empujar pbr medio de una presibn de aire ejercida
sobre la superficle externa de la hoja superior la hoja su~
periolr a una tercera posicibdn de formacién de embalaje en
la cual dichas obras partes opuestas y separadas de las ho~-
jas superior e inferior estén en contacto de soldadura y
otras partes de la hoja superior estén en contacto a manera
de piel con las partes superior y laterales del articulo for
mando asi un embalaje hermético bajo vacio a manera de piel.

2. Un método segln la reivindicacibén 1, caracteri-
zado porque un dispositivo accionado por muelle de empuje de
hoja superior y de soldaduras parcial contenido en una cémara
de soldsdura superio£ ¥ que presenta un didmetro inferior al
de esta chmara, se aplica contra-la superficie superior de
la peliculs superior con el objeto de empujar Intimamente di
cha pelfcula alrededor del producto y soldar parcialmente
unas porclones opuestas de la pelicula superior con la peli-
cula inferior, dejando sin embargo unas porclones sin soldar.

3, Se reivindica por filtimo como objeto sobre el que
ha de recaer la patente de invencidn gque se solicita: METODO
PARA FORMAR UN EMBAIAJE EN FORMA DE PIEL BAJO VACIO.

" o o g O T s M g
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Todo conforme queda descrito y reivindicado en la pre-
sente memoria descriptiva que consta de veintidos paginas meca-
nografiadas y dibujos que se acompaiian.

Madrid, 16 octubre 1,974
BERNARDQ UNGRIA

-~ .
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